
	 Exakte Bauteilplatzierung durch Kamerasupport

	 Ergonomische Einhand-Bedienung 

	 Arbeitsbereich flexibel nutzbar durch magnetische PCB-Halter

	 Sofort einsatzfähig – ohne längere Installationszeit

Einfach und schnell positioniert
LPKF ProtoPlace E4



Einfach und schnell positioniert

Manuelles Pick & Place System für 
Leiterplatten-Prototypen 
Beim Bestücken von Leiterplatten mit winzigen SMD-
Bauelementen ist die Unterstützung durch ein Bestü-
ckungssystem gefragt. Mit dem manuellen Pick & 
Place-System LPKF ProtoPlace E4 werden die Kompo-
nenten per Vakuumnadel sicher aus den Bauteilschalen 
oder den integrierten Tape-Zuführungen entnommen. 
Der ergonomisch geformte Bestückungskopf wird an 
die entsprechende Stelle über der Leiterplatte geführt, 
das Bauteil platziert und das Vakuum deaktiviert – alles 
denkbar einfach mit nur einer Hand. Eine integrierte 
Kamera, der Monitor direkt über der Arbeitsfläche und 
die Leichtgängigkeit der Achsen unterstützten das 
exakte Arbeiten. 
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LPKF Laser & Electronics AG   Tel. +49 (5131) 7095-0   www.lpkf.com

Technische Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung durch LPKF ändern.

Um unterschiedlichste Bauteile sicher zu halten, wer-
den mehrere Nadeldurchmesser benötigt. Die gängigen 
Nadeldurchmesser sind im System bereits enthalten, 
damit der ProtoPlace E4 direkt zum Einsatz kommen 
kann.

Für die Bauteilbestückung mit dem ProtoPlace E4 müs-
sen die entsprechenden Pads der Leiterplatten vorab 
mit Lotpaste versehen werden. Dies kann ideal mit der 
Dispensfunktion eines LPKF ProtoMat oder über einen 
Stencildruck mit dem LPKF ProtoPrint S4 erfolgen. 

LPKF Edition SMT ProtoPlace E4
Max. Leiterplattengröße 340 mm x 170 mm (13,4” x 6,7”) 

Min. Leiterplattengröße 8 mm x 8 mm (0,3” x 0,3”) 

Max. Bestückungsbereich 270 mm x 170 mm (10,6” x 6,7”)  

Max. Leiterplattendicke 10 mm (0,4”)  

Höhe unter der Leiterplatte 18 mm (0,7”) 

Hub des Bestückungskopfes Max. 25 mm (0,98”)

Min. Bauteilgröße 0402 – 70 x 70 mm (2,8” x 2,8”)

Bauteilschalen / Tape-Zuführung 36/5

Maße (L x B x H) 600 mm x 600 mm (840 mm) x 200 mm (23,6” x 23,6” (33,1”) x 7,9”)  

Gewicht 15 kg (33 lbs)  

Umgebungsbedingungen 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)  / 50 – 75 %  

Druckluft Integriert

Stromversorgung 220 – 240 V, 5 VA

www.lpkf.com/protoplace-e4


